NEZy

Návrh konstrukce el. zařízení

1. Stanovení záměru – časové členění projektu, řešitelé, cíl, požadavky

2. Výzkumná etapa – marketing rozbor, konkurence, popis, parametry, specifické požadavky, odhad nákladů

3. Vývojová etapa

4. Technologická příprava

5. Náběh sériové výroby

Metody a zásady vývojových prací

1. Plánovací práce – termíny odpovědnosti

2. Studium a shromažďovaní materiálů – literatura, konference, katalogy, konzultace

3. Vedení pracovní dokumentace – výpočty, poznámky

4. Ekonomika výrobku – cenové relace, odhad ceny 

5. Kvalita výrobku –prvky, celá konstrukce, testy, namáhání,pracovní podmínky, spolehlivost, 

6. Bezpečnostní požadavky – předpisy, normy

7. Užité vlastnosti

Typy dokumentace

1. Konstrukční  - výrobní výkresy sestav a podsestav, vnitřní kabeláž, balení, kompletace dodávky

2. Elektrotechnická – funkční, principielní a obvodové rozpisy, časové diagramy, signály

3. Uživatelská a obchodně technická – instalace, návod, servis, technický popis

Volba typu montáže

1. Prostorová

2. Plošná

3. Ovíjené spoje

4. Zbytek

Jednoznačná podpora plošné montáže : reprodukovatelnost, dokonalé spojení, možnost volby figury pro požadovanou odezvu, přístupnost signálů pro testování, snadná automatizace výroby, masky s popisy ….

Třídy I – VI, roli hraje vzdálenost mezi spoji a pady.

Materiály pro DPS

1. Cuprexkart – nízká cena, tepelná roztažnost, nasáklivost

2. Cuprextit – výsoká rázová pevnost, minimální nasáklivost

3. Umatex - nejkvalitnější

Elektrické parametry spojů

1. Proudové hustoty – max zatížení, teplotní závislost

2. Kapacity mezi spoji – hlavně mezi sběrnicemi  0,1-0,8 pF/cm

3. Vzájemné indukčnosti  - 0,2-0,3 nH/cm

Minimalizace C a L vhodným tvarem spoje, pokud to nejde, použít blokovací kondenzátory.

Nezapomínat na to že spoje se chová jako vedení – frekvenční závislost, odrazy, strmosti hran. 

Optimální podmínky pro 4-vrstvý spoj – napájení rozvedeno ve vnitřních vrstvách 

Konektory

1. Přímé  - jako zásuvka, vytvořeno přímo na DPS ( karty do počítačů ….)

2. Nepřímé – jako součástkové moduly, pozor na proudové a napěťové zatížení

Výroba plošných spojů

Vytvoření masky, vyvrtání, vyleptání , nanesení ochranných vrstev (pájivé a nepájivé masky)a popisové masky

Výroba prokovených otvorů

Vyvrtání, elektrolytické pokovení stěn, expozice matrice,  leptání spojů, pokovení Cu folie otvorů

U vícevrstvých  spojů dbát na správné sesazení 

SMT – Surface Mounted Technology

1. Minimalizace rozměrů a hmotnosti

2. Minimalizace počtu prokovů

3. Oboustranná montáž

4. Zvýšení montážní hustoty

5. Zvýšení pracovní frekvence zařízení

6. Snadná automatizace výroby

7. Kombinace SMD (Surface Mounted Device) a normálních součástek

Vliv teploty na konstrukci přístrojů

Všechno produkuje teplo  
- lokální přehřátí – nedokonalý dotyk, vysoké proudové hustoty

· ohřátí celého zařízení – zařízení se nesmí deformovat

zkoušky – čtyřhodinová / speciální   vše definuje norma 367000

Chlazení součástek a konstrukčních bloků

- vnější zdroje tepla – klima 

- vnitřní zdroje tepla – vlastní zařízení 

Základní způsoby přestupu tepla

1. vedením

2. prouděním

3. zářením

Možnosti chlazení 

Tepelná trubice – náplň voda, líh, sodík 

Přirozené chlazení – s chladičem / bez chladiče ,  využití komínového efektu , nesmí být bráněno přirozenému proudění vzduchu

S nuceným oběhem vzduchu – ventilátor ( od 400W/m2 )

Simulace elektronických obvodů 

Různé programy umožňující simulaci analogových, digitálních a hybridních obvodů

Př. EWB, OrCAD, Pspice ……

Programovatelné součástky 

GAL, PAL, FPGA, ……

Výběr se řídí použitím a složitostí, počítá se počet ekvivalentních hradel 

Návrh pomocí speciální jazyků HDL, VHDL ( Hardware Description Language)

Plně zakázkové obvody

Vývoj na základě smlouvy , majetek obou stran (zadavatel/ výrobce )

Volba technologie – analogové, digitální, hybridní

Rozhodují technické parametry – rychlost, hustota integrace, zatížení, klimatické podmínky, odolnost proti rušení 

No a to je asi tak všechno co s námi Vysoký bral. Jako přehled to určitě stačí.

